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SOT23-3 塑封封装低压差线性稳压器。 
Low dropout linear regulator in a SOT23-3 Plastic Package . 
 

低功耗，低压差，温度漂移系数小，输入电压可达 24V，静态电流 1.5μA，输出电压精度：±2%， 
无卤产品。 
Low power consumption,Low voltage drop,Small temperature drift coefficient, Input voltage up to 

24V,The static current 1.5μA,The output voltage accuracy:±2%, HF Product. 
 

用于各类电源设备，通信设备，音频和视频设备。 
For use in power equipment,Communication equipment,Audio and video equipment. 
 

 

 
 

       
引脚 名称 功能 引脚 名称 功能 

1 GND 电源地 3 VIN 电压输入端 

2 VOUT 电压输出端    

 

印章代码  /  Marking 
 

见印章说明。 

See Marking Instructions. 

 

描述  /  Descriptions 

特征  /  Features 

用途  /  Applications  

内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

引脚排列  /  Pinning 
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 

 

输入电压与输出电压/ The input voltage and output voltage 

 

注：固定负载电流 IOUT=10mA。 

 

输出电压与负载电流/ The output voltage and load current 

 
注：固定输入电压 VIN=5.0V。 
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典型应用电路  /  Typical Application Circuit 

  

 

 

1. 应用时尽量将电容接到 VIN 和 VOUT 脚位附近。 

2．电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿。所以输出到地一定要接大于 2.2uF

的电容器，推荐使用钽电容。 

3．注意输入输出电压和负载电流的使用条件，避免 IC 内部的功耗超出封装允许的最大功耗值。
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

7530M：     为型号代码 

****：  为生产批号代码，随生产批号变化 

Note: 

7530M:  Product Type Code 

****:      Lot No. Code, code change with Lot No 

 

7530M 
****
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～180℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.    3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 

 

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 

温度：260±5℃  时间：10±1 sec.    Temp.:260±5℃  Time:10±1 sec 

 

包装规格  /  Packaging SPEC. 

卷盘包装  /  REEL 

Package Type 
封装形式 

Units 包装数量 Dimension  包装尺寸  (unit：mm3) 
Units/Reel 
只/卷盘 

Reels/Inner Box 
卷盘/盒 

Units/Inner Box 
只/盒 

Inner Boxes/Outer Box 
盒/箱 

Units/Outer Box 
只/箱 Reel Inner Box 盒 Outer Box 箱 

SOT23-3 3,000 10 30,000 4 120,000 7〞×8 210×205×205 445×435×230 

 

使用说明  /  Notices 

 

245±5℃ 
5±0.5 sec 

60~90 sec 
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